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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Este proyecto se divide en 6 capítulos dedicados al contenido del proyecto y 2 

apartados dedicados a la bibliografía y anexos. 

Cada capítulo consta de una breve introducción teórica que resume a groso 

modo el contenido del mismo. 

 

En el capítulo 1 en el que nos encontramos, “Introducción”, se exponen los 

objetivos que han llevado la realización del proyecto y se hace una breve evaluación 

histórica de los MEMs así como de diferentes técnicas de deposición relacionadas con 

el tema a tratar. 

 

En el capítulo 2, “Desarrollo teórico”, se describe de manera teórica los 

diferentes procesos de deposición que se usan en alguna etapa en el proceso de 

deposición que se ha definido para llevar a cabo diseños. Se describen características y 

se da una introducción teórica de los procesos de sputtering, fotolitrografía y 

electroplating 

 

El capítulo 3, “Diseño”, se trata la parte práctica del proyecto. Se exponen las 

pruebas preliminares y los útiles diseñados para caracterizar el proceso de 

electroplating. Se describen los parámetros de cada una de las etapas y se define un 

procedimiento para incluir el electroplating en el proceso de diseño de estructuras. 

 

En los capítulos 4, “Procedimiento estándar de actuación” y 5 “Pruebas” se 

desarrolla paso a paso las diferentes etapas y los parámetros de cada una de ellas para 

realizar diseños en la sala blanca. Viene a ser un manual o guía de actuación. Además 

se describen a groso modo algunas pruebas que se han realizado hasta llegar a 

perfeccionar el proceso. 

 

Las conclusiones y mejoras futuras se tratan en el capítulo 6. 
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